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摘  要 
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With the rapid development of electronic information technology, especially the 
extensive application of SoC technology, automation and intelligence of industrial 
production line is more and more expensively applied.Firstly automation and 
intelligence of production line must solve its test equipment, which can make the test 
worker higher productivity and easy lightenning complex and cumbersome manual 
test. 
This paper focuses on designing the test equipment of motor controller. The test 
equiment is a tool for checking if the quality of product is ok,which is also a auxilliary 
tool as to get product electrical performance and function parameter. The test 
equiment designed in this paper process input signals of product and tester,output 
corresponding quality parameters,as well as check whether the tested product is ok or 
not, according to the testing requirements of the customers,as it can realize 
semi-automatization and the traceability of product by making test records with the 
product serial number. 
This paper expounds design methods of each module of the test equipment, 
which include single chip microcomputer system module, microcontroller IO 
expansion, AD collecting and filtering module, LCD module,the interface and control 
of the sine wave generation principle and method, key latch detection method after IO 
extension, etc. This test equipment designed in this paper has the following two 
benefits: 
Firstly, it can save labor costs, improve the detection accuracy, as well as keep a 
record of the serial number of the product and test parameters to enhance the quality 
of products. 
Secondly,it is a universal design method of this test equipment described in this 
paper for all semi-automatization of production line.Therefore it will be helpful for 
the future semi-automatization test of the production. 
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力成本。此产品年产量已经突破 6 万台，按每台需花费 7 分钟计算，测试一年就








工装费用报价为 50 万人民币，并且每台设备报价 5 万，开发周期为半年。采购

























问题，所以在测试效率上必须有大幅的提升。测试项目共有 13 个，每项预计 5
秒钟，总共应该是 65 秒钟。如果能将所有测试项目控制在每台 1 分钟左右，则












销售部门提供的总量 60000 计算），新工装投入使用后设定的目标值为 0.005%，




7000 小时的成本。按财务提供的工时费用约每小时 20 元，即测试总投入一年工


















































































2.2.2 M101-M/M102-M 产品的结构 
M101-M/M102-M 由两部分组成，主机单元和电流互感器单元，整体外观如
图 2-1 所示。 
 
图 2-1 主机单元与电流互感器单元 
M101-M/M102-M 附件主要是 MD2 操作面板，MD2 如图 2-2 所示。 
 
图 2-2 MD2 操作面板 
2.2.3 M101-M/M102-M 的接口 

















I/O 端子板安装在主机的上方，如图 2-3 所示，端子定义如表 2-1。 
 
图 2-3 产品顶部端子示意图 
 
表 2-1 装置端子 
端子排 端子编号 定义 
X1 X1：1…X1：13 开关量 I/O 输入 
X1：14…X1：16 热敏电阻输入(M102-M) 
X2 X2：1…6 MD2 接口 
X3 X3：1…5 与外部的通讯接口 
X3：6，7 零序电流输入 
X3：8…13 电压输入(M102-M) 
X4 X4：1…9 继电器输出 
X4：10，11 24VDC 电源输入 
X4：12 接地端子 

















产品供电电源为 24V 直流电源，功耗小于 5W。电源端口位于第四排 10、11
脚，允许外接线径最大为 2.5 平方毫米，端口如表 2-2 所示。 
 
表 2-2 电源端子 
端子编号 名称 描述 
X4：11 24V 电源输入 24VDC + 
X4：10 GND 电源输入 24VDC - 
 
2、开关量输入 
M101-M 和 M102-M 分别提供两组开关量输入点，一组为 6 个，二组为 13 
个，触点额定容量为 5mA/24VDC。其中一组端口具有三个可编程的输入点，可
以按用户要求定义连接方法。二组 13 个口为普通的 IO 输入口。产品主机对输入
点采用轮循检测，如果主机检测到输入电流超过 2.5mA，就认为是闭合触点输入，
如果主机检测到的电流低于 0.8mA，则认为是断开触点输入。 
M101-M 开关量输入端子如表 2-3 所示，M102-M 开关量输入端子如表 2-4
所示。 
表 2-3 M101-M 开关量输入端子 
端子编号 名称 描述 
X1：1 IN_COM 开关量输入公共端(DC24V-) 
X1：2 NC 空 
X1：3 LOC/R 本地/远程 选择开关输入 
X1：4 NC 空 
X1：5 F_Ca 触点 A 反馈 
X1：6 NC 空 
X1：7 F_Cb 触点 B 反馈 
X1：8  NC  空 
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